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(57)【要約】
　電源が改善された回路基板が記載される。当該回路基
板は、キャリア基板と、固体電解質を備えたエネルギー
貯蔵とを備えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源を備えた回路基板（ＬＰ）であって、
　　－キャリア基板（ＴＳ）と、
　　－
　　　・第１の電極（ＥＬ１）を備えた第１の電極層と、
　　　・第２の電極（ＥＬ２）を備えた第２の電極層と、
　　　・電解質（Ｅ）を備えた、その間に配置された電解質層と、
を有する第１の層スタック（ＬＳ１）を備えたエネルギー貯蔵（ＥＳ）と、
を含み、ここで、
　　－前記第１の電極（ＥＬ１）、前記第２の電極（ＥＬ２）及び前記電解質（Ｅ）は固
体である、回路基板。
【請求項２】
　前記エネルギー貯蔵（ＥＳ）は、固体バッテリー又は固体アキュムレータである、請求
項１に記載の回路基板。
【請求項３】
　請求項１～２のいずれか一項に記載の回路基板において、前記第１の層スタック（ＬＳ
１）は、前記第１の電極（ＥＬ１）と前記電解質（Ｅ）との間に第１の活性層（ＡＬ１）
、及び前記電解質（Ｅ）と前記第２の電極（ＥＬ２）との間に第２の活性層（ＡＬ２）を
さらに含む、回路基板。
【請求項４】
　各々が第１の電極（ＥＬ１）、第２の電極（ＥＬ２）及びそれらの間に配置された電解
質（Ｅ）を有する、１つ又は複数の追加の層スタック（ＬＳ２、ＬＳ３）をさらに含む、
請求項１～２のいずれか一項に記載の回路基板。
【請求項５】
　前記請求項に記載の回路基板であって、
　－ここで、前記層スタック（ＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３）は一緒になって１つのブロック
（Ｂ１）を形成し、
　　－層スタック（ＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３）を持つ１つ以上のさらなるブロック（Ｂ２
、Ｂ３）をさらに含み、
　　－ここで、各ブロック（Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３）は電位を提供する、回路基板。
【請求項６】
　前記キャリア基板（ＴＳ）において構造化メタライゼーション（Ｍ）を有する１つ以上
のメタライゼーション層（ＭＬ）をさらに含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の回
路基板であって、
　ここで、前記メタライゼーション（Ｍ）は、ビア（Ｖ）を介して前記エネルギー貯蔵の
前記第１の電極（ＥＬ１）及び前記第２の電極（ＥＬ２）に接続されている、回路基板。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の回路基板であって、
　　－電気コンポーネント（ＥＫ１）と、
　　－前記電気コンポーネント（ＥＫ１）及び前記エネルギー貯蔵（ＥＳ）に接続されて
いるスイッチと、
をさらに含む、回路基板。
【請求項８】
　外部電力接続をさらに備える、請求項１～７のいずれか一項に記載の回路基板。
【請求項９】
　前記エネルギー貯蔵のパラメータを監視、制御(steuern)、又は調整する(regeln)こと
を目的とし且つ適合された集積回路を有するチップをさらに備える、請求項１～８のいず
れか一項に記載の回路基板。
【請求項１０】
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　電気部品（ＥＢ）であって、
　　－請求項１～９のいずれか一項に記載の回路基板（ＬＰ）と、
　　－前記回路基板（ＬＰ）に接続され、且つ相互接続されている電気又は電子回路コン
ポーネント（ＳＫ）と、を含み、ここで、
　　－前記エネルギー貯蔵（ＥＳ）は、前記回路コンポーネント（ＳＫ）に少なくとも一
時的に電気エネルギーを供給するために提供されている、電気部品（ＥＢ）。
【請求項１１】
　回路基板（ＬＰ）の製造方法であって、以下のステップ：
　　―キャリア基板（ＴＳ）の材料を提供するステップと、
　　―前記キャリア基板（ＴＳ）の材料上に１つ以上のエネルギー貯蔵（ＥＳ）を形成す
るため、電極層及び固体電解質を含む層スタック（ＬＳ）を配置するステップと、
　　―前記エネルギー貯蔵（ＥＳ）の前記層スタック（ＬＳ）に誘電体材料（Ｄ）を配置
するステップと、
を含む方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気回路用、例えば回路基板(Leiterplatte)の回路用,の電源に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、電気回路の動作には電気エネルギーが必要である。外部エネルギー源の電気エ
ネルギーを電源接続を介して電気回路に供給することが可能である。あるいは、回路基板
の上側にバッテリー又は充電式バッテリーを配置し、それをエネルギー源として使用する
こともできる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　電気コンポーネントの小型化への継続的な傾向は、バッテリーの体積が、電気部品(Bau
element)の総体積の中で相対的に大きな割合を占めることを意味する。
【０００４】
　バッテリーなしの部品の場合、回路に突然電力が供給されなくなるという突然の損失の
リスクが常にある。
【０００５】
　したがって、回路基板に電気エネルギーを提供する代替方法が望まれている。特に、代
替電源は、信頼性が向上し、バッテリーよりも高いエネルギー密度を可能にし、小型化へ
の継続的な傾向に対応する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このため、独立請求項１の改良された回路基板を示している。従属請求項は有利な実施
形態を示す。
【０００７】
　電源を備えた当該回路基板は、キャリア基板とエネルギー貯蔵(Energiespeicher)とを
備える。前記エネルギー貯蔵は、第１の電極層、第２の電極層、及びそれらの間に配置さ
れた電解質層を備えた第１の層スタックを有する。前記第１の電極層は第１の電極を有し
、前記第２の電極層は第２の電極を有し、且つ、電解質は前記電解質層に配置される。前
記第１の電極、前記第２の電極及び前記電解質は固体である。
【０００８】
　したがって、回路基板に電力を供給するのに役立つことができる、固体エネルギー貯蔵
を備えた回路基板が指定される。
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【０００９】
　固体エネルギー貯蔵の、例えば、固体バッテリー又は固体アキュムレータの、使用には
、液体成分、例えば漏れたりガスを放出したりする液体電解質はない。したがって、固体
エネルギー貯蔵は、従来のバッテリー又はアキュムレータよりも実質的にメンテナンスが
不要であり、且つ耐熱性が高くなっている。
【００１０】
　固体エネルギー貯蔵は、回路基板を製造するための処理ステップと互換性があり、且つ
、さまざまな異なる形態で作成できる。このような電源を備えた回路基板は、エネルギー
密度と体積の比率がはるかに優れており、したがってさらなる小型化に適している。
【００１１】
　それに対応して、前記エネルギー貯蔵は、固体バッテリー又は固体アキュムレータであ
る可能性がある。
【００１２】
　前記エネルギー貯蔵は、前記回路基板に直接埋め込まれている可能性がある。代替的又
は追加的に、前記エネルギー貯蔵又はさらなるエネルギー貯蔵を前記回路基板の下面又は
上面に配置することが可能である。
【００１３】
　固体エネルギー貯蔵は、薄層からなる層構造(Lagenaufbau)を持ち、従来のバッテリー
又は従来のアキュムレータよりも著しく高いエネルギー密度を可能にする。そのようなエ
ネルギー貯蔵は、回路基板の高さを増加させるため、非常にわずかな程度しか増加しない
。
【００１４】
　前記第１の層スタックは、前記第１の電極と前記電解質との間に第１の活性層、及び前
記電解質と前記第２の電極との間に第２の活性層をさらに含むことが可能である。
【００１５】
　前記活性層は、この場合、活性物質を含むか、又は電子及びイオンの両方に対して導電
性である活性物質から構成されていてもよい。
【００１６】
　前記エネルギー貯蔵の固体電解質は、イオンは透過するが電子は透過しない材料である
。
【００１７】
　前記第１の電極及び前記第２の電極は、この場合、異なる材料を含むか、又は異なる材
料から成り得る。前記エネルギー貯蔵の層スタックの前記２つの電極が著しく異なる電極
電位を有する場合が好ましい。
【００１８】
　前記回路基板に１つ又は複数の追加の層スタックがある可能性がある。前記追加の層ス
タックの各々は、この場合、第１の電極、第２の電極、及びそれらの間に配置された電解
質も有する。
【００１９】
　２つ以上の層スタックが一緒になって１つのブロックを構成する可能性がある。前記回
路基板は、この場合、層スタックからなるさらなる複数のブロックを含むことができる。
各ブロックはこの場合、電位を提供する。
【００２０】
　この目的のために、前記層スタックが１つのブロック内で適切な方法で、例えば直列又
は並列に相互接続されることが提供され得る。したがって、１つブロック内で複数のプラ
イスタックが並列に相互接続される可能性があり、その結果、１つブロックの容量が大き
くなる一方で、前記ブロックによって提供される電圧(Spannung)が層スタックの電圧に対
応する。
【００２１】
　異なる電圧を供給するために、この場合、前記異なるブロックを直列に接続できる。
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【００２２】
　前記単一のブロック又は単一の層スタックによって提供される電圧は、使用する電極の
材料に本質的に依存する。
【００２３】
　適切な電極材料は、電池又はアキュムレータの従来の電極材料である。
【００２４】
　前記回路基板は、さらに１つ以上のメタライゼーション層を備えている可能性がある。
前記メタラゼーション層は、前記キャリア基板において構造化されたメタライゼーション
を有していてもよい。前記メタライゼーションは、ビア(Vias)（貫通接続）を介して前記
エネルギー貯蔵の第１及び第２の電極に接続され、及び場合により追加の層スタックの追
加の電極及び／又は前記エネルギー貯蔵の追加の複数ブロックに接続される。
【００２５】
　前記構造化されたメタライゼーションは、この場合、電源ライン又は信号ラインを表す
ことができる。また、前記メタライゼーション層において電気回路コンポーネント、例え
ば誘導性素子、容量性素子、又は抵抗性素子、を形成することもできる。
【００２６】
　異なるメタライゼーション層は、前記キャリア基板の誘電体材料から単離できる。
【００２７】
　前記回路基板が電気コンポーネントをさらに含むことも可能である。加えて、前記回路
基板は、前記電気コンポーネント及び前記エネルギー貯蔵に接続されたスイッチを含んで
もよい。
【００２８】
　前記スイッチについては、前記電気コンポーネントを前記エネルギー貯蔵に電気的に接
続できる。あるいは、前記スイッチは、前記電気コンポーネントを前記エネルギー貯蔵か
ら電気的に絶縁する働きをする。
【００２９】
　したがって、そのようなスイッチによって、前記電気コンポーネントの誤作動の場合、
又は前記エネルギー貯蔵の誤作動の場合に、２つの回路要素を互いに分離することが可能
である。
【００３０】
　前記回路基板が外部電源接続を有する可能性がある。前記外部電源接続を介して、前記
回路基板及び前記回路基板上に配置され、且つ前記回路基板に接続された回路要素に電力
を供給することができる。この外部電源が遮断された場合、前記回路基板のエネルギー貯
蔵が短期又は中期の電源を引き継ぐことができる。
【００３１】
　前記回路基板のエネルギー貯蔵は、前記外部電源接続を介して充電することもできる。
【００３２】
　前記回路基板は、集積回路を備えたチップを追加的に含むことがあり得る。前記チップ
又はその集積回路は、前記エネルギー貯蔵のパラメータを監視、制御(steuern)、又は調
整する(regeln)ことを目的とし且つ適している。
【００３３】
　そのようなパラメータは、例えば、前記エネルギー貯蔵の充電状態であってもよい。前
記エネルギー貯蔵のケア状態の監視が可能である。したがって、前記エネルギー貯蔵の寿
命を延ばすことができ、且つ必要に応じて、ケア手段、例えば回復ルーチンなど、が実行
可能である。
【００３４】
　したがって、前記回路基板が電気部品(Bauelement)の一部である可能性があるす。前記
回路基板に加えて、前記電気部品には、前記回路基板に接続され且つ相互接続された1つ
以上の電気又は電子回路コンポーネントがある。前記エネルギー貯蔵は、前記回路コンポ
ーネントに少なくとも一時的に電気エネルギーを供給することを目的としている。
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【００３５】
　そのような回路基板又はそのような電気部品はメンテナンスフリーで動作し、耐熱性で
あり、且つ不燃性である。
【００３６】
　前記温度耐性により、ＳＭＤ部品（ＳＭＤ＝Ｓｕｒｆａｃｅ－Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ＝表面実装回路コンポーネント）などの電気コンポーネントを配置及び相互接続す
るために、回路基板及び電気回路の製造分野で従来の処理ステップ、例えばはんだ付け、
例えばリフローはんだ付け、を実行することができる。
【００３７】
　異なるブロック又は異なる層スタックが前記キャリア基板の外側に接触するような方法
に応じて（直列、並列）、前記エネルギー貯蔵によって多数の異なる電圧と容量を提供で
きる。
【００３８】
　前記回路基板の材料に前記エネルギー貯蔵の層スタックを統合する際、電気めっきによ
って前記電極に接触することが可能である。その結果、バックエンドプロセスのスパッタ
リングステップを節約できる。メタライゼーション層の材料として、及びしたがって電線
の材料として銅を使用できる。
【００３９】
　そのような回路基板を作成する方法には、以下のステップ：

　　―キャリア基板の材料を提供するステップと、
　　―前記キャリア基板の材料上に１つ以上のエネルギー貯蔵を形成するため、電極層及
び固体電解質を含む層スタックを配置するステップと、
　　―前記エネルギー貯蔵の前記層スタックに誘電体材料を配置するステップと、
が含まれる。
【００４０】
　他の可能な追加又は代替ステップは次のとおりである。：
　　―誘電体層とメタライゼーション層とをその間に配置するステップ、
　　―さらなる誘電体層のさらなる誘電体材料がそれぞれのメタライゼーション層上に配
置される前に、前記誘電体層間に前記メタライゼーション層を構造化するステップ、
　　―前記回路基板の上部から前記エネルギー貯蔵の電極層への貫通接続(Durchkontakti
erungen)を作成するステップ、
　　―前記貫通接続を前記キャリア基板の上部の電気コンポーネントに接続及び相互接続
するステップ。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
　前記回路基板の中心的な態様と実施形態の詳細は、概略図でより詳細に説明されている
。
【図１】キャリア基板内の前記エネルギー貯蔵の可能な配置。
【図２】キャリア基板上の前記エネルギー貯蔵の前記配置。
【図３】キャリア基板の下側の前記エネルギー貯蔵の前記配置。
【図４】前記エネルギー貯蔵の多層構造。
【図５】追加の層を持つエネルギー貯蔵。
【図６】追加の層と電気コンポーネントを備えた回路基板。
【図７】複数のブロックがある回路基板。
【図８】回路基板を備えた電気部品を示している。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　図１は、プリント基板ＬＰの可能性を示しており、この場合、前記エネルギー貯蔵ＥＳ
は、キャリア基板ＴＳの内部に配置されている。前記キャリア基板ＴＳの内部で前記エネ
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ルギー貯蔵ＥＳにアクセスできるようにするために、１つの貫通接続（ビア）Ｖが存在し
、それを介して前記エネルギー貯蔵ＥＳによって提供される電位にアクセスできる。
【００４３】
　前記エネルギー貯蔵器ＥＳは、この場合好ましくは、第１の電極及び第２の電極とそれ
らの間に配置された電解質とを有する多層システムとして設計される。前記エネルギー貯
蔵のすべての成分は、好ましくは固体である。前記エネルギー貯蔵ＥＳには液体成分がな
い。これにより、前記エネルギー貯蔵は実質的にメンテナンス不要で、温度に耐性があり
、外部の有害な影響のさまざまな形態にほとんど影響を受けない。
【００４４】
　図２は、キャリア基板ＴＳの上側に前記エネルギー貯蔵ＥＳを配置する可能性を示して
いる。
【００４５】
　図３は、前記キャリア基板ＴＳの下側に前記エネルギー貯蔵を配置する可能性を示して
いる。回路素子と電気コンポーネントを前記キャリア基板の上側に配置し且つ相互接続で
きるように、且つ電気エネルギーを供給することができるように、少なくとも1つの貫通
接続Ｖが存在し、このビアを介して、回路コンポーネントを上部で下面の前記エネルギー
貯蔵ESに接続できる。
【００４６】
　前記キャリア基板内、前記キャリア基板の上側、又は前記キャリア基板の下側の前記エ
ネルギー貯蔵のそれぞれの位置とは無関係に、前記エネルギー貯蔵ＥＳは、本質的に前記
回路基板ＬＰの幅全体にわたって延在することができる。また、前記エネルギー貯蔵が前
記回路基板のベース領域の一部のみを占有する可能性もある。
【００４７】
　薄い層からなる層スタックとしての前記エネルギー貯蔵ＥＳの設計は、非常に低い高さ
を可能にし、その結果、高い比エネルギー密度が得られる。前記回路基板の高さ、及びし
たがって関連する電気部品の高さは、実際には前記エネルギー貯蔵の追加層の影響を受け
ない。
【００４８】
　図４は、前記エネルギー貯蔵ＥＳの層スタックの配置の可能性を示す。：　前記エネル
ギー貯蔵は、それぞれの関連する電極層において第１の電極ＥＬ１及び第２の電極ＥＬ２
を有する。前記電極の間には、電解質とともに中間層ＺＬが配置されている。前記電解質
も固体から成り、且つ本質的にイオンを透過するが、電子は透過しない。
【００４９】
　前記２つの電極の少なくとも一方、例えば前記第１の電極ＥＬ１又は、図４に示すよう
に、前記第２の電極ＥＬ２は、接地電位に接続されることが可能である。次に、前記第１
の電極ＥＬ１は、１つの貫通接続Ｖを介して、上部の接地電位とは異なる電位を提供する
ことができる。
【００５０】
　図５は、５つの層を有する層スタックとして前記エネルギー貯蔵ＥＳを設計する可能性
を示している。第１の電極ＥＬ１、中間層ＺＬ及び第２の電極層ＥＬ２に加えて、第１の
活性層ＡＬ１及び第２の活性層ＡＬ２が存在する。前記第１の活性層ＡＬ１は、前記第１
の電極ＥＬ１を備えた前記電極層と前記電解質Ｅを備えた前記中間層ＺＬとの間に配置さ
れる。前記第２の活性層ＡＬ２は、前記中間層ＺＬの前記電解質Ｅと前記第２の電極ＥＬ
２との間に配置される。前記第１及び前記第２の活性層は、イオンに関して導電性である
ことが好ましい。それらは、電子に関しても導電性であり得る。ただし、それらは電子に
対して導電性ではない可能性もある。
【００５１】
　図６は、前記エネルギー貯蔵の異なる層スタックを組み合わせる可能性を示している。
１つの第１の層スタックＬＳ１、１つの第２の層スタックＬＳ２及び１つの第３の層スタ
ックＬＳ３は、上下に配置されている。各層スタックは、１つの電極層にある１つの第１



(8) JP 2020-522145 A 2020.7.27

10

20

30

40

50

の電極と、前記第１の電極層とは異なる１つの電極層にある１つの第２の電極とを有する
。さらに、各層スタックには前記電極間に１つの電解質がある。隣り合わせに積み重ねら
れた層は、１つの電極から材料を分割できる。したがって、前記第１の層スタックＬＳ１
及び前記第２の層スタックＬＳ２は、１つの電極、すなわち前記第１層スタックの前記第
２の電極ＥＬ２及び前記第２の層スタックＬＳ２の前記第１の電極、の材料を共有する。
【００５２】
　全体として、前記３つの層スタックＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３は、１つの第１のブロック
Ｂ１になります。前記第１のブロック内の様々な層スタックの電極の一部は、前記ブロッ
クの１つの第１の電極に集められる。前記層スタックの残りの電極は、１つの第２の電極
に集められる。前記第１のブロックＢ１は、前記ブロックＢ１のこれらの電極を介して２
つの異なる電位Ｐ１、Ｐ２を提供する。
【００５３】
　前記３つの層スタックは、前記第１のブロックＢ１内で並列に接続された個々のバッテ
リー要素を表す。
【００５４】
　貫通接続Ｖについて、電気コンポーネントＥＫ１、ＥＫ２は、前記キャリア基板ＴＳの
内部のメタライゼーション層ＭＬにおけるメタライゼーションＭにより前記回路基板ＬＰ
の上部に接続され、相互接続される。したがって、前記エネルギー貯蔵に貯蔵された電気
エネルギーは、プリント回路基板ＬＰの上部に電気部品を供給するために使用できます。
【００５５】
　異なるメタライゼーション層ＭＬのメタライゼーションは、前記キャリア基板ＴＳの誘
電体材料によって互いに電気的に分離することができる。
【００５６】
　図７は、前記回路基板に異なるブロックを提供する可能性を示している。１つの第１の
ブロックＢ１には３つの異なる層タックがある。１つの第２のブロックＢ２には３つの異
なる層スタックがあり、１つの第３のブロックＢ３には３つの異なる層スタックがある。
前記第１のブロックＢ１は、その外部電極に２つの異なる電位Ｐ３、Ｐ４を提供する。前
記第２のブロックＢ２は、その外側電極に、前記電位Ｐ３とＰ２との差に対応する電圧を
提供する。前記第３のブロックＢ３は、その外側電極に、前記電位Ｐ１とＰ２との間の電
位差に対応する電圧を提供する。
【００５７】
　したがって、前記３つのブロックＢ１、Ｂ２、及びＢ３は、３つの電圧を提供する。前
記電圧は直列接続で追加できる。
【００５８】
　電気コンポーネントＥＫ３、ＥＫ４は、前記異なる電位のメタライゼーション及び貫通
接続を介して前記回路基板ＬＰの上面に接続される可能性がある。
【００５９】
　したがって、適切に配置された層スタック及びブロックは、前記異なる電気コンポーネ
ントの異なるニーズのために異なる電圧及び異なる電気容量を提供する役割を果たすこと
ができる。
【００６０】
　図８は、１つの電気部品ＥＢの一部として１つの対応する回路基板ＬＰを提供する可能
性を示している。前記回路基板に割り当てることができる電気コンポーネントＥＫ３、Ｅ
Ｋ４に加えて、さらに回路コンポーネントＳＫを前記回路基板に接続して相互接続し、且
つ前記回路基板の前記エネルギー貯蔵から電力を引き出すことができる。ケーシングＧは
、前記回路基板の上部にある電気コンポーネントや回路コンポーネントを有害な外部の影
響から保護できる。
【００６１】
　前記回路基板、前記電気部品、及び前記回路基板の製造方法は、示された実施形態又は
示された技術的詳細に限定されない。１つの回路基板は、例えば、１つのキャリア基板の
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ロック、及びエネルギー貯蔵、又は追加の電気コンポーネントもしくは回路コンポーネン
トを含む場合がある。
 
【符号の説明】
【００６２】
　ＡＬ１：　第１の活性層(aktive　Lage)
　ＡＬ２：　第２の活性層
　Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３：　第１の、第２の、第３のブロック
　Ｄ：　誘電体
　ＤＬ：　誘電体層
　Ｅ：　電解質
　ＥＢ：　電気部品(Bauelement)
　ＥＫ１、ＥＫ２：　第１の、第２の電気コンポーネント(Komponente)
　ＥＫ３、ＥＫ４：　第３の、第４の電気コンポーネント
　ＥＬ１：　第１の電極位置における第１の電極
　ＥＬ２：　第２の電極位置における第２の電極
　ＥＳ：　エネルギー貯蔵（Energiespeicher）
　Ｇ：　ケーシング
　ＬＰ：　回路基板
　ＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３：　第１、第２、第３の層スタック
　Ｍ：　メタライゼーション
　ＭＬ：　メタライゼーション層
　Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４：　第１、第２、第３、第４の電位
　ＳＫ：　回路コンポーネント
　ＴＳ：　キャリア基板
　Ｖ：　貫通接続(Durchkontaktierung)、ビア(Via)
　ＺＬ：　中間層
 
ＡＬ１
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